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(57)【要約】
【課題】　ＩＣタグインレットと紙層の密着性が良好で、かつ外観も凹凸等の不具合無く
良好であるＩＣタグ抄き込み紙を提供する。
【解決手段】　基材上に少なくともＩＣチップとアンテナを設置してなる非接触方式のＩ
Ｃタグインレットを紙層間に抄き込んでなるＩＣタグ抄き込み紙において、該ＩＣタグイ
ンレットの基材表面のＪＩＳ　Ｋ　６７６８に従い評価したぬれ張力が、４５ｍＮ／ｍ以
上である。ＩＣタグインレットの基材表面には、親水性物質を塗布するか又はプラズマ処
理もしくはコロナ放電処理を行うことが好ましい。
【選択図】　なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
基材上に少なくともＩＣチップとアンテナを設置してなる非接触方式のＩＣタグインレッ
トを紙層間に抄き込んでなるＩＣタグ抄き込み紙において、該ＩＣタグインレットの基材
表面のＪＩＳ　Ｋ　６７６８に従い評価したぬれ張力が、４５ｍＮ／ｍ以上であることを
特徴とするＩＣタグ抄き込み紙。
【請求項２】
該ＩＣタグインレットの基材は表面に親水性物質を塗布してなることを特徴とする請求項
１に記載されたＩＣタグ抄き込み紙。
【請求項３】
該ＩＣタグインレットの基材は表面にプラズマ処理を行われてなる請求項１に記載された
ＩＣタグ抄き込み紙。
【請求項４】
該ＩＣタグインレットの基材は表面にコロナ放電処理を行われてなる請求項１に記載され
たＩＣタグ抄き込み紙。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基材上にＩＣチップとアンテナを設置してなる非接触方式のＩＣタグインレ
ットを紙層間に抄き込んでなるＩＣタグ抄き込み紙に関する。
【背景技術】
【０００２】
　情報を電子的に保持し、外部機器との無線交信によって非接触で情報伝達する無線交信
素子（ＲＦＩＤ：Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ＩＤｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ、本
発明の非接触方式のＩＣタグインレットはこれに相当する）に関しては、「モノに情報を
貼り付ける　RFIDタグとその応用」情報処理学会誌４０巻８号ｐ８４６～８５０（１９９
９年８月）に示され、応用され始めている。
【０００３】
　上記無線交信素子を用いた個体認識方式は、従来のバーコードに対してデータ記憶容量
が比較的多いこと、電磁誘導による情報伝達のため意匠の制約や表面の汚染の影響がない
などの利点がある。
【０００４】
　特に、ＩＣチップとアンテナを設置してなる非接触方式のＩＣタグインレットを紙など
の薄いシート状記録媒体に内蔵し、視認的・視覚的な記録情報に加えて、電子情報が保持
出来るいわゆるＩＣタグ抄き込み紙は、例えば、特許文献１等に示されるように、人間と
デジタルデータとのインターフェイスとして用途が広く、注目されている。
【０００５】
　しかしながら、ＩＣタグインレットを紙などの薄いシート状記録媒体に内蔵する場合に
、下記の諸問題を有する。すなわち、（１）板状のＩＣタグインレットが紙の表裏面と平
行でない状態で漉き込まれると、紙の破損、ＩＣタグインレットの脱落、見栄えの悪さな
どが発生する、（２）連続して製紙する中にＩＣタグインレットを投入すると、紙表面に
コメット欠点や製紙ムラ、紙層破壊などが発生する、（３）紙を折り曲げるとＩＣタグイ
ンレットと紙が分離し、紙の破損、ＩＣタグインレットの脱落が発生する。（４）特に画
像領域内にＩＣタグインレットが存在する場合、ＩＣタグインレット内蔵部分の色や光反
射などによって画像に悪影響が発生する、などである。
【０００６】
　上記課題に対し、紙製のＩＣタグを作製する方法の一つとして、ＩＣタグインレットの
表裏面に接着剤層を設け、さらにその上にカード紙を接着させる方法が提案されている（
例えば特許文献２、３）。通常、このようにＩＣタグインレットを紙中に内包した際の構
成は、表面基材／接着剤（粘着剤）／ＩＣタグインレット／接着剤（粘着剤）／表面基材
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、のように非常に多くの層が必要となる。そのため製造工程が多く加工処理が非常に煩雑
となるだけでなく、コストも嵩むといった問題点がある。
【０００７】
　また別の方法として、用紙基材の紙層間にＩＣタグインレットを抄き込む方法が提案さ
れている（例えば特許文献４、５）。これは、ＩＣタグインレットを、抄紙機などでの抄
紙工程の際に紙層間に抄き込むことで基材中に内蔵させるもので、用紙にインレットを貼
付又は挟み込むための加工の手間を省け、さらにインレットを紙の表裏面と平行に内蔵す
ることが可能なメリットがある。しかしこの方法では、ＩＣタグインレット部に膨らみが
発生したり、ＩＣタグ抄き込み紙を折り曲げた際、ＩＣタグインレットと紙層間に空隙が
発生する、といった問題が生じる。
【０００８】
　さらには、例えば、特許文献６には、ＩＣタグインレットより大きな面を有する水溶性
のシートにあらかじめ接着しておき、液状もしくは半液状の紙に、該水溶性シートごと埋
め込んで内蔵する方法が記載されている。しかしながら、この方法ではＩＣタグインレッ
トを紙の表裏面と平行に内蔵することは可能であるが、コメット欠点や製紙ムラが発生し
、更に、紙を折り曲げるとＩＣタグインレットと紙の解離が認められた。
【０００９】
　また、特許文献７にはＩＣタグインレットの基材表面を親水化処理する技術が開示され
ているが、抄き込みの過程で紙層が砕ける場合があり、やはり不十分である。
【００１０】
【特許文献１】特開２００２－１７５３５５号公報
【特許文献２】特開２００２－３４２７２８号公報
【特許文献３】特開２００３－８５５１８号公報
【特許文献４】特開２００２－２９８１１８号公報
【特許文献５】特開２００４－１０２３５３号公報
【特許文献６】特開２００２－１２０４７５号公報
【特許文献７】特開２００４－１２４３０８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　ＩＣタグインレットを紙層中に抄き込む場合、抄紙機において、スラリー状態で多量の
水に分散されたパルプ繊維がウェブ上で紙層シート形成されるまでの間に抄き込みが行わ
れるが、その際プレスロールで脱水される前の紙層シート中の水分量は７０～９０％と非
常に高い。そのためＩＣタグインレットと水との馴染み度合いが抄き込み状況に大きく影
響する。
　さらには、抄き込み工程での乾燥時や、その後の加工工程での乾燥時などで、紙層の収
縮が考えられる場合、ＩＣタグインレットと紙層との密着が良好であれば紙層収縮を抑制
する支えとなるが、密着不良であれば、紙層の収縮が発生した結果、凹凸が顕著に見られ
、外観上大きな欠陥となる。
　しかし現状一般に使用されているＩＣタグインレットは、主にアンテナ形成のための金
属蒸着・エッチング処理及びＩＣチップ装着といった手順で作製されているが、特にその
表面は水との馴染み度合いを考慮した処理等は実施しておらず、良好なＩＣタグを作製す
るためには、改善が必要であった。
　本発明は、これら技術の問題点であるＩＣタグインレットの表面濡れ性を改善すること
で、ＩＣタグインレットと紙層の密着性が良好で、かつ外観も凹凸等の不具合無く良好で
あるＩＣタグ抄き込み紙を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　発明者が鋭意検討の結果、ＩＣタグインレットの基材表面の臨界表面張力を４５ｍＮ／
ｍとすることで、ＩＣタグインレットの基材表面の水に対する濡れ性が向上するだけでな
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く、パルプ繊維等との接着性も格段に向上することが分かった。
従って、本発明の上記目的は、以下の構成により達成される。
【００１３】
１．基材上に少なくともＩＣチップとアンテナを設置してなる非接触方式のＩＣタグイン
レットを紙層間に抄き込んでなるＩＣタグ抄き込み紙において、該ＩＣタグインレットの
基材表面のＪＩＳ　Ｋ　６７６８に従い評価したぬれ張力が、４５ｍＮ／ｍ以上であるこ
とを特徴とするＩＣタグ抄き込み紙。
【００１４】
２．ＩＣタグインレットの基材は表面に親水性物質を塗布してなることを特徴とする請求
項１に記載されたＩＣタグ抄き込み紙。
【００１５】
３．該ＩＣタグインレットの基材は表面にプラズマ処理を行われてなる請求項１に記載さ
れたＩＣタグ抄き込み紙。
【００１６】
４．該ＩＣタグインレットの基材は表面にコロナ放電処理を行われてなる請求項１に記載
されたＩＣタグ抄き込み紙。
【発明の効果】
【００１７】
本発明により、無線交信素子（ＲＦＩＤ）タグを支持体中に安定に内蔵でき、厚さムラや
表面欠陥が低減でき、さらにＲＦＩＤタグと紙層との密着性が良好で、抄紙時に外観欠陥
が発生しない記録用の紙支持体を提供することができた。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明の詳細について説明する。
本発明の記録用の紙支持体においては、紙支持体中に無線交信可能な無線交信素子を含有
することが一つの特徴である。
【００１９】
　本発明で用いることのできる無線交信可能な無線交信素子としては、ＲＦＩＤといった
非接触通信型アンテナコイル付きＩＣモジュールの様な通信モジュールのタグ型トランス
ポンダを挙げることができる。
【００２０】
　本発明に係るＩＣタグインレットの構成の一例については、特開２００４－１２４３０
８号公報等に記載されている。
ＩＣタグインレットは、フィルム等の基材上に、メモリーとして機能するＩＣチップ等の
電子回路と、アンテナ及び同調用のコンデンサ等が配線を介して接続、配置されている。
このように、ＩＣチップとアンテナを接続することで、ライターやリーダーと言われる通
信機器と無線交信することができ、ＩＣチップに商品情報などの書き込みや読み取りが可
能となる。ＩＣチップに記録できる最大容量は数十キロバイトであり、記録容量は約１０
０倍にもなる。アンテナとしては、導線をコイル状に巻いて無線交信できる電磁誘導方式
によるものや、ポール状のアンテナをＩＣチップに接続する電波方式のものを使用するこ
とが出来る。
【００２１】
　ＩＣタグの基材には主にプラスチックフィルムが使用され、例えば、ポリエチレンテレ
フタラート、アクリロニトリル－ブタジエン－スチレン樹脂、エポキシ樹脂、フェノール
樹脂などを使用することができる。これらの樹脂はいずれも基材に絶縁性や耐熱性を持た
せるのと同時に、水分に対して耐久性のないＩＣチップを保護するために、耐久性に優れ
たものが使用される。
　ＩＣタグの基材の厚さは特に限定されるものではないが、商品の外観などを考慮して１
０μｍ～２００μｍであることが好ましく、さらに好ましくは３０μｍ～１００μｍであ
る。
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【００２２】
　上記ＩＣタグインレットは、市販品として入手が可能であり、例えば、オムロン社製の
形Ｖ７２０シリーズ、Ｖ７５０シリーズ等を挙げることができる。
【００２３】
　本発明において、紙支持体中にＩＣタグインレットを配置させる方法としては、特に制
限はないが、以下にその一例を説明する。
【００２４】
　例えば、紙支持体の製造ラインにおいては、水中に分散されたパルプ繊維を少なくとも
２つの抄網（ワイヤー）で別々に抄き取った後、湿紙の状態で貼り合わせ、脱水、乾燥す
ることができる。抄き合わせは２層だけでなく、３層以上にすることもでき、また必要に
応じてサイズプレスを行うことも可能である。いずれの場合も湿紙を合わせる直前に個片
状のＩＣタグインレットを湿紙間に挟み込むように挿入することで、ＩＣタグインレット
を紙層間に内包することができる。
　しかし、通常抄き合わせ紙を作る円網多筒式抄紙機を使って抄造する場合には、個片の
ＩＣタグを湿紙下方より紙層間に挿入することとなり、抄き合わせ時にＩＣタグが落下し
てしまう。さらにその際、ＩＣタグインレットが落下することを防ぐためにＩＣタグイン
レットを湿紙に押し付けると、湿紙層が破壊され、ＩＣタグインレットを内包した部分の
抄き込み紙部分の表面が平滑にならないなどの問題が発生する。
【００２５】
　従って、ＩＣタグインレットは、湿紙の上部から挿入することが好ましく、また、ＩＣ
タグインレット挿入箇所から多層抄紙機の抄き合わせ部（湿紙と湿紙が貼り合わさる箇所
）まで、湿紙の上方にＩＣタグインレットが存在することが好ましい。すなわち、本発明
においては、オントップ（短網）抄紙機、円網抄紙機、長網抄紙機のいずれかひとつ以上
の組み合わせ、例えば、長網と長網、長網と短網、長網と円網等のコンビネーション抄紙
機を用いることで、抄網上に形成した湿紙の上方から湿紙表面にＩＣタグインレットを設
置（挿入）した後、さらにその上から、別の抄網上に形成した湿紙を抄き合わせ、ＩＣタ
グ抄き込み紙を得ることができる。またこれらの抄紙機の組み合わせを増やすことで、３
層以上の多層抄き合わせ紙を抄造することも可能である。
【００２６】
 抄き合わせ紙に使用できるパルプの材質は特に限定されることなく、ＬＢＫＰ、ＮＢＫ
Ｐ、機械パルプ、古紙等使用することができる。また、叩解条件も限定されることなく、
濾水度は２００～５５０ｍｌであれば使用することができる。
抄き合わせは、例えば、上記方法で行うことができるが、各紙層に用いられるパルプは特
に限定されるものではなく、同じ材質、濾水度であっても良いし、異なっていても良い。
また３層以上の抄き合わせ紙であっても同様に、材質、濾水度はそれぞれの層で同じであ
っても良いし、異なっていても良い。
さらに本発明においては、必要に応じて紙層中に填料、サイズ剤を添加することが出来る
。填料の種類は特に限定されないが、例えば炭酸カルシウム、タルク、酸化チタン、カオ
リンクレーなどを使用することが出来る。サイズ剤についても同様に、特に限定されるこ
とはなく、例えばロジン系、変性ロジン系、アルキルケテンダイマー、スチレン系、スチ
レン－アクリル系、アルケニルコハク酸系、オレフィン系などが挙げられる。また、添加
剤として、紙料中に蛍光染料、着色剤、ＰＨ調整剤、硫酸バンド、歩留まり向上剤などを
適宜使用することが出来る。
【００２７】
　湿紙同士の接着は、ニップロールで圧力をかけて貼り合わせることで可能であるが、紙
力増強剤をスプレーなどで貼り合わせる内面に吹き付けるか、あるいは紙料中に添加する
ことで、紙層と紙層との接着性をさらに向上することも可能である。紙力増強剤の種類は
特に限定されるものでないが、例えば酸化澱粉、カチオン化澱粉、リン酸エステル化澱粉
、コーンスターチ、タピオカ澱粉、ポリビニルアルコール、ポリエチレンイミン、フェノ
ール樹脂、ポリアクリルアミド、スチレンブタジエンラテックス、アクリル酸エステル、
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ポリアミドエピクロロヒドリンなどが挙げられる。
【００２８】
　個片のＩＣタグインレットを湿紙上方から設置（挿入）する手段については、いかなる
手段をも用いることが可能であるが、例えば、抄網と抄網との間に、上方からＩＣタグイ
ンレットを湿紙上へ一つずつ置くことが可能な装置を設置し、個片のＩＣタグインレット
を一定間隔あるいは規則性のある間隔で自動的に挿入することが好ましい。また上記装置
に各種センサーを取り付けることで、指定された場所、例えば、抄網上で形成された湿紙
上の窪みに選択的に挿入することも可能である。
【００２９】
　本発明においては、ＩＣタグインレットの表面の表面張力が４５ｍＮ／ｍ以上であるこ
とが好ましい。
　すなわち、本発明においては、ＩＣタグインレットの表面濡れ性を改善し、規定の範囲
内に調整することによって、本願の目的を達成することができる。
【００３０】
　ＩＣタグインレットの表面濡れ性を改善する方法としては、特に制限はなく、例えば、
表面に親水性物質を塗設する方法や表面改質する方法等を挙げることができる。
【００３１】
　親水性物質としては、例えば、天然高分子（例えば、寒天、澱粉誘導体、植物性ガラク
トマンナン、ゼラチン等）、親水性合成樹脂（例えば、ポリアクリルアミド、ポリビニー
ルアルコール等）、親水性成分を有するラテックス（例えば、エチレンとアクリル酸又は
メタクリル酸とを少なくとも構成要素とする共重合体ラテックス、スチレン－ブタジエン
系、スチレン－アクリル系、酢酸ビニル－アクリル系、エチレン－酢酸ビニル系、ブタジ
エン－メチルメタクリレート系共重合体及びそれらのカルボキシ変性共重合体のラテック
ス等）を好ましく用いることができる。
また、表面処理の方法としては、大きく分けて２つの方法があり、以下の処理方法が好ま
しい。一つは、例えば、酸、アルカリ、酸化剤などの薬品を使用して行う化学的処理であ
り、もう一つは、例えば、オゾン処理、プラズマ処理、コロナ放電処理、フレーム処理、
グロー放電処理、紫外線処理等による物理的処理である。
この物理的処理方法であるコロナ放電処理方法は、特にフィルム基材の表面処理方法とし
て一般的に用いられるが、放電により副次的に発生するオゾンの酸化作用で表面改質を行
うものである。ＩＣタグインレットの処理の場合、ＩＣタグインレット上の金属アンテナ
部に放電が一極集中することがあり、ＩＣタグインレット基材を傷める虞があるため、放
電量は最適に調整する必要がある。
プラズマ処理は、気体を高周波発信機により活性化させたプラズマガスを、ポリマー表面
に当てて化学反応を起こして官能基を生成させる表面処理方法である。ガスによる処理の
ため基材のごく表層のみに処理可能で、また一極放電や基材が焦げつくなどのＩＣタグイ
ンレットへの荷電ダメージが殆ど無い。さらに、その活性化させる気体を種々選択するこ
とで、様々な官能基の生成が可能となるため、最適な処理効果が選択可能となり、より好
ましい。
【００３２】
　本発明においては、表面濡れ性を改善したＩＣタグインレット基材表面のぬれ張力が、
紙料液の表面張力と同等レベルか、それ以上であることが好ましい。ＩＣタグインレット
基材表面のぬれ張力を４５ｍＮ／ｍ以上、より好ましくは５０ｍＮ／ｍ以上、にすること
が好ましい。ぬれ張力は、ＪＩＳに規定された方法で測定することができる。
【００３３】
　ＩＣタグインレットの表面濡れ性を改善し、表面張力を本発明で規定する範囲内に調整
する方法としては、前記親水性物質や表面処理方法を選択することによって可能である。
【００３４】
　上記方法により得られた表面濡れ性を改善したＩＣタグインレットを用いることにより
、紙中に安定に内蔵でき、かつ厚さムラや表面欠陥が低減され、ＩＣタグインレットと紙
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層との密着性が向上した無線交信素子を含有する記録用紙支持体を提供することができる
。
【００３５】
また、本発明のＩＣタグインレット抄き込み紙を、オフセット印刷用紙や、インクジェッ
ト記録用紙、電子写真記録用紙、感熱記録用紙、感圧記録用紙等、各種記録用紙やラベル
用紙の紙支持体として用いることも可能である。
【００３６】
　本発明に係るＩＣタグインレットの本体部形状としては、ラベル形、カード形、コイン
形、スティック形等がある。本発明においては、ＩＣタグインレットのアンテナとＩＣチ
ップを避けて基材に開口部を設けることが好ましい。開口部を設けることで、パルプ繊維
等との密着性が向上する。
【００３７】
　前述のように、本発明のＩＣタグ抄き込み紙を製造するには、ＩＣタグインレットは、
その表面濡れ性改善処理を施したのち、湿紙表面に設置（挿入）される。さらに反対側か
ら、ＩＣタグインレットを挟み込むように湿紙を抄き合わせることで、ＩＣタグ抄き込み
紙を構成することができるが、その湿紙層は３層以上抄き合わせることも可能である。
【実施例】
【００３８】
　以下に、本発明の実施例を挙げて具体的に説明するが、本発明の実施態様はこれらに限
定されない。なお、実施例中に記載の「部」は、特に断りのない限り「質量部」を示す。
【００３９】
《本発明におけるＩＣタグインレットの作製》
ＩＣチップとアンテナを接続・設置された状態で有する、カードサイズ（９６ｍｍ×５５
ｍｍ）、厚さ０．１ｍｍの、ＩＣタグインレットの基材に対して、各種表面処理を行い、
表１に記載のＩＣタグインレット１～１１を作製した。
【００４０】
なお、上記各ＩＣタグインレットの作製において、表面濡れ性の改善は、ＩＣタグインレ
ット基材表面に塗設するアクリル酸エステル－アクリル酸系のラテックス成分の親水性官
能基量や種類を適宜調整して、もしくはアクシス社製プラズマ処理装置にて、窒素ガスを
媒体としプラズマ処理を行う際の照射強度を適宜調整して、もしくは春日電機社製コロナ
表面処理装置にて、コロナ放電処理を行う際のコロナ放電量を適宜調整して、所望の表面
ぬれ張力とした。
【００４１】
【表１】

【００４２】
《ＩＣタグ抄き込み紙の作製》
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　抄紙用原料は、カナダ標準濾水度４００ｍｌまで叩解した晒広葉樹ＬＢＫＰ１００重量
部に、軽質炭酸カルシウム２０重量部、アルキルケテンダイマー０．０１５部、カチオン
化澱粉０．５重量部、及び湿潤紙力増強剤としてポリアミド・エピクロロヒドリン２重量
部を添加し、最終的に水を添加して１％濃度となるよう調製した。
【００４３】
　ＩＣタグ抄き込み紙作製に際しては、長網上に形成された湿紙上に、丸網で形成された
湿紙を抄き合わせる構造の、長網抄紙機と円網抄紙機のコンビネーション抄紙機を使用し
、抄紙速度は５０ｍ／ｍｉｎで行った。乾燥後の坪量が１００ｇ／ｍ２となるように、上
記抄紙用原料を長網抄紙機のワイヤー上に抄き取った後、この湿紙上に、個片ＩＣタグイ
ンレットを載せ、さらにこのＩＣタグインレット上に、乾燥後の坪量が１００ｇ／ｍ２と
なるよう円網抄紙機のワイヤー上に抄き取った抄紙用原料を重ね合わせた。その後、線圧
５０ｋｇ／ｃｍでウェットプレスを通して脱水した後、１１０℃で乾燥させることで、Ｉ
Ｃタグインレットを内蔵する実施例１～６、比較例１～５のＩＣタグ抄き込み紙を作製し
た。
【００４４】
《ＩＣタグ抄き込み紙の評価》
　以上のようにして作製したＩＣタグ抄き込み紙について、下記の各評価を行った。
【００４５】
<ＩＣタグインレットと紙層との密着性評価>
　ＩＣタグインレットと紙層との密着性を、双方を手で引き剥がした際の剥がれ具合で以
下の基準に従い評価した。
　　◎：ＩＣタグインレット－紙層間の密着度高く、容易に剥がれない。
　　○：若干剥がれ易くなってきたが、実用上問題ないレベル。
　　×：簡単に剥がれてしまう。
【００４６】
<外観評価>
　ＩＣタグインレット抄き込み部の凹凸具合を目視で評価した。
　　◎：凹凸が全く見られない。
　　○：若干凹凸が見られるが、実用上問題ないレベル。
　　×：ＩＣタグインレット抄き込み部全体に大きな凹凸が見られる。
【００４７】
　以上により得られた結果を、表２に示す。
【００４８】
【表２】

【００４９】
　表２より明らかなように、本発明で規定する特性を有する実施例１～６のＩＣタグイン
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レットを内蔵したＩＣタグ抄き込み紙は、ＩＣタグインレット表面のぬれ張力が４５ｍＮ
／ｍに満たない比較例１～５に対して、ＩＣタグインレットと紙層との密着性が良好で、
また外観も皺や波打ちといった凹凸等の不具合も少なく、かつ抄き込み時の紙層の砕けも
全く発生せず操業性にも優れていることが分かる。
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